
全倒装COB工艺

节能低功耗
采用全倒装芯片，有效减少能耗

雾面哑光
模组采用黑色哑光雾面处理，墨色均匀一致

Micro LED

IP��等级防护（正面）
防潮、防尘、防碰撞等多方面防护
表面硬度高达 �H

沉浸体验，感受真实色彩
精选PWM驱动IC，灰阶过渡自然，画面显示逼真、

色彩艳丽

倒装COB

高对比度

节能低耗

前维护
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箱体前维护
箱体可从前面维护模组、接收卡、电源

灵活安装，多场景适配
支持固装，壁挂安装

固 装 式 壁 挂 式

后维护：
后盖可采用磁吸方式，操作便捷，维护方便

完美贴合，极致平整度
箱体采用压铸铝材质，模组与箱体间采用强磁吸附式安装，

可独立调整磁铁高低位置，实现屏体表面的高度平整


